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Knihy s obecnou problematikou
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Literatura

Knihy orientované na urCity material
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Védeckeé cClanky

Existuje cela fada elektronickych informacnich zdroja:

@ databaze védeckych publikaci, které shromazduiji
informace nezavisle na vydavateli a obsahuji ¢asto odkazy
na plné texty ¢lanku

e Web of Science (pfistup z domény sci.muni.cz)
@ Scopus
e INSPEC

@ databaze védeckych publikaci od urcitého vydavatelstvi -
vzdy spojeno s plnym textem ¢lanku, ktery ovSem nemusi
byt zadarmo p¥istupny

e Science Direct (pristup z domény sci.muni.cz)
o
o




Tenkeé vrstvy a povrchy

@ Definice tenkeé vrstvy (thin film)? - fadové 10 nm az 10 um

@ Definice povrchu? - zalezi na nazoru, problematika
realného (drsného) povrchu

v

Material Processing

Obecné existuji tfi zakladni postupy aplikované v ramci
“material processing”

@ odstranovani materialu,
@ depozice tenkych vrsteyv,
@ modifikace nebo formovani materialu.
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Aplikace

Aplikace podle zakladnich postupu

Odstranovani materialu
@ cisténi
@ vytvareni 3D struktur

Depozice tenkych vrstev

@ polovodice (c-Si, a-Si, GaAs)

@ kovy (hlinik, méd, slitiny)

@ dielektrika (oxid kiemiku, nitrid kiemiku, oxidy kovu, low-k
dielektrika)

@ tvrdé a supertvrdé vrstvy (diamant, c-BN, nitridy kov,
DLC, CN)

@ polymerni vrstvy (antikorozni a ochranné vrstvy, senzory

)




Aplikace

Aplikace podle zakladnich postupu

Modifikace nebo formovani materialu
@ drsnost,
@ zmeéna povrchové energie (smacivost, adheze),
@ navazani funkCnich skupin.




Aplikace

Aplikace podle produktt - Mikroelektronika |

Mikroelektronika = elektronika v mikro-méfitku (tranzistory,
diody, kondenzatory, indukénosti, odpory a samoziejmé vodice
a izolanty) = integrované obvody (tvofeny hlavné tranzistory):
@ Small-Scale Integration (SSI) - pouze nékolik tranzistord,
@ Medium-Scale Integration (MSI) - koncem 60tych let,
stovky tranzistor( na Cipu,
@ Large-Scale Integration (LSI) - polovina 70tych let, desitky
tisic tranzistoru,
@ Very Large-Scale Integration (VLSI) - stovky tisic zacatkem
80tych let, 10° v roce 2007
Prevazna vétsina technologie je zalozena na kifemiku, tj.
substrat je monokrystal Si. Nékteré specialni aplikace (LED,
lasery, solarni ¢lanky, velmi rychle 10) vyuzivaji polovodice IlI-V
(napf. GaAs).




Aplikace

Aplikace podle produktt - Mikroelektronika Il

V integraci VLSI se pouzivaji integrované obvody CMOS
(Complementary Metal-Oxide—Semiconductor), protoze se
prilis nezahtivaji. V této i jinych technologiich (bipolarni
kfemikova technologie nebo GaAs MESFET) se pouziva cela
fada procesnich kroku:

@ Epitaxni rust dopované vrstvy Si nebo GaAs na Si nebo
GaAs subtratu.

@ lontova implantace dopantl (B a P do Si, Si do GaAs) do
urcitého mista a hloubky. Implantaéni poskozeni se musi
odstranit zahratim.

@ lontova implantace nedopantt (napf. proton() za ucelem
zpusobeni mirného poskozeni, a tim snizeni vodivosti tak,
aby doslo k elektrické izolaci soucastek.
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Aplikace podle produktu - Mikroelektronika Il

@ Depozice dielektrickych vrstev kvili oddéleni vodivych
¢asti. V MOS technologii roste oxid hradla termalni oxidaci
Si. Dielektrické vrstvy (SisNg4, SiO», nékdy dopované B, P),
které se pfipravuji jinou metodou, jsou zapotfebi v mnoha
dalSich krocich, kde je tfreba oddélit vodivé spoje, zajistit
pasivaci, ochranu proti poskrabani apod.

@ Vytvoreni masky (patterning) definujici specifické rysy
struktury. To obvykle znamena pokryti substratové desky
fotocitlivym materialem (rezistem), ktery se vystavi
energetickému zareni (UV, rtg fotony, elektrony nebo
ionty), takze lokalné dojde ke zméné jeho struktury a
naslednym vyvolanim se vytvori Sablona.

@ Leptani struktury do polovodice, do dielektrické vrstvy
nebo vrstvy kovové (napt. Al).
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Aplikace podle produktd - Mikroelektronika IV

@ Zarovnani povrchu (planarization) umoznuje dalsi krok
procesu. Fokuzacni hloubka pro optickou litografii je jen
1 um — slozité na nerovném povrchu (povrch desky muaze
byt po nékolika procesnich krocich velmi nerovny).
Planarizace mizZe znamenat depozici organické vrstvy
(polyimid), ktera vyplIni prohlubné, v kombinaci s
odstranénim materialti z vyvySenych mist.

@ Depozice polykrystalického polovodice, predevsim Si, jako
hradla tranzistoru.

o Cisténi mezi jednotlivymi kroky procesu. Uspéch dalsiho
kroku Casto velmi zavisi na Cistoté povrchu (epitaxni rist Si
na Si, ohmicky kontakt mezi GaAs a Ni-Ge-Au). Realizace
IO vyzaduje 10-12 Urovni maskovani — rtizné procesy,
Cisty povrch (predevsim fotolitografie a odstranéni
fotorezistu).
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Aplikace podle produktu - Tenké vrstvy pro optiku

@ Antireflexni vrstvy

@ Reflexni vrstvy

@ Interferencni vrstvy

@ Dvojlomé a polarizujici vrstvy
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Aplikace podle produktt - Senzory

@ Senzory tlaku

@ Senzory zrychleni

@ Senzory rotace

@ Senzory plyn(, toxickych latek, tézkych kovu
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Aplikace podle produktti - Uprava povrchovych
ER L]

@ Pasivace povrchu (antikorozni vrstvy, chemicky odolné
vrstvy)

@ Tribologické aplikace (snizeni tfeni, ochrana pred
mechanickym poskozenim, tvrdé a supertvrdé vrstvy)

@ Dekorativni aplikace (zména barvy, barevné efekty . ..)

@ Hydrofobni nebo hydrofilni povrchy (nemizici se skla,
nespinici se materialy, aplikovatelnost natéru . . .)
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Pramyslové aplikace

@ Mikroelektronika

@ Automobilovy prumysl

@ Textilni pramysl

@ DalSi spotfebni zbozZi, napt. sportovni potfeby
@ Obrabéci primysl

@ Obalova technika

@ Lékarstvi
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